
 

使用注意事项
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B3FS-4 表面安装轻触开关

■请正确使用

●在使用前请必须阅读一般共通注意事项， 请参考相关页。 

●关于印刷基板

在印刷基板上安装开关后进行分割作业时，可能会有飞散的基

板粉末进入开关内部，请充分注意。特别是在由于周围环境或

工作台上、容器、基板重叠放置而造成基板分割粉或异物附着

于开关的情况下，很可能会造成接触不良，请注意。

●关于焊接

1.焊接共通注意事项 

·焊接条件应事先进行确认试验。根据基板的种类、基板设计和接

地的不同,可能会发生发热变形的情况。

·包括手工修正焊接在内的再焊接，焊接次数应在2次以下。

这时，第1次和第2次作业之间应间隔5分钟以上，待其返回常温

后再进行。持续加热可能导致外壳部熔化，导致产品性能劣化等

异常。

2.回流炉（表面封装）

·焊接时请在下图的端子部温度曲线范围内进行。

注. 上述基板厚度为1.6mm

·有些回流焊接的装置峰值很高，因此请务必预先进行确认试验。

·表面封装规格的开关在回流焊接槽进行焊接的话，焊接气体、焊

剂容易进入，导致按钮开关动作故障，因此应该避免。

3.手工焊接

·焊接温度：烙铁尖端温度350℃以下

焊接时间：3秒以内（单面基板t＝1.6mm）

·请在焊接作业前确认开关没有从基板上翘起。

●关于清洗

该型号开关不能清洗。

如果进行清洗，可能导致焊剂或基板上的异物随同清洗液一同

进入开关内部，导致故障。

●压花带规格

●符合RoHS指令

记载有 “符合RoHS”的产品不含有以下6种物质。

〈参考〉

6种物质的符合判断使用以下基准。

铅 ：1,000ppm以下

水银 ：1,000ppm以下

镉 ：100ppm以下

六价铬：1,000ppm以下

PBB ：1,000ppm以下

PBDE ：1,000ppm以下
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